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Abstract of FR2803098 

The heat sink has a protruding body on its inside, 
a coating of antioxidant deposited on the 
protruding body, a substrate with an earth 
connection point connected to a heat sink 
connection finger, a silver adhesive connecting 
the chip to the substrate and heated to mount the 
chip on the substrate and an elastic, heat- 
conducting adhesive deposited onto the surface 
of the protruding body or chip. The protruding 
body is connected to the chip surface using a 
joining arrangement and is mounted on the chip 
surface to form an elastic connecting body 
structure using a material adhesive process. 
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TAMPON THERMIQUE POUR PUCE DE CIRCUIT INTEGRE. 



_ Le tampon thermique (6) de la presente invention est 
un tampon thermique d'une matrice de billes en plastique a 
la surface d'une puce (2) de circuit integre. II comprend un 
corps saillant (61) sur son cote interieur, une couche d'anti- 
oxydant appliquee sur le corps saillant (61), un substrat (7) 
comportant un point (76) de connexion a la masse connects 
a un doigt de cablage (62) du tampon thermique, une colle 
a I'argent (1) reliant la puce (2) et le substrat (7), un adhesif 
thermoconducteur 6lastique (5) applique sur la surface du 
corps saillant (61) ou la surface de la puce (2), le corps 
saillant (61 ) etant cable avec la surface de la puce (2) en uti- 
lisant un dispositif de cablage. 
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Tampon thermique pour puce de circuit integre 



La technique PBGA ("Plastic Ball Grid Array", matrice de 
billes en plastique) est une technique decapsulation de circuits int6- 
gr6s. Dans la structure de PBGA, une grande quantity de chaleur est 
facilement ddgagde quand le composant fonctionne. Le tampon thermi- 
5 que exposd classique des produits PBGA comporte une structure de 
section 6paisse. Lorsqu'un tampon thermique exposd est ajout£ & l'int6- 
rieur du produit PBGA, un corps d'isolation en r6sine synthdtique de 
couleur noire est pr£vu entre le tampon thermique et la surface de la 
puce. Ainsi, le chemin de transfert thermique de la chaleur d6gag£e 
10 par la surface de la puce passe & travers une couche de corps en caout- 
chouc synth&ique relativement 6paisse (l'dpaisseur 6tant le double de 
celle de la puce) afin de transmettre la chaleur provenant de l'intdrieur 
du PBGA au tampon thermique et de la dissiper. 

Le corps en caoutchouc de rdsine synthdtique n'dtant pas un 
15 bon conducteur, l'effet du transfert de chaleur est infdrieur h celui du 
stockage de chaleur. Ainsi, ceci provoque le stockage de 1'dnergie 
thermique k lintdrieur du corps en rdsine synthdtique. 

Cependant, les fonctions des puces sont sans cesse amdliordes 
et la quantity de chaleur produite pendant le fonctionnement des com- 
20 posants augmente. L'dpaisseur du tampon thermique exposd classique 
est constante, et une distance le sdpare de la puce (comme montrd en 
figure 1). Ainsi, l'efficacitd de la dissipation thermique est limitde et 
devrait etre arndliorde. 

La prdsente invention propose un tampon thermique dune 
25 matrice de billes en plastique k la surface d'une puce. Ce tampon com- 
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prend un corps saillant sur son c6t6 interieur, une couche d'anti-oxy- 
dant appliqude sur le corps saillant, un substrat comportant un point de 
connexion & la masse connect^ & un doigt de cablage du tampon ther- 
mique, une colle £ l'argent reliant la puce et le substrat, la colle & l'ar- 
5 gent etant chauffee pour durcir pour monter la puce sur le substrat, un 
adhesif thermoconducteur eiastique applique sur la surface du corps 
saillant ou la surface de la puce, le corps saillant etant cable avec la 
surface de la puce en utilisant un dispositif de cablage, et le corps 
saillant 6tant monte sur la surface de la puce pour former une structure 
10 de corps de c&blage eiastique en utilisant un procede de collage de ma- 
teriau. 

La prdsente invention sera mieux comprise h la lecture de la 
description detailiee suivante, faite en reference aux dessins d'accom- 
pagnement dans lesquels : 
15 la figure 1 est une vue schematique dun tampon thermique 

expose classique d'une matrice de billes en plastique; 

la figure 2 represente une matrice de billes en plastique com- 
portant un tampon thermique selon la prdsente invention; 

la figure 3 est une vue schematique illustrant la connexion du 
20 corps saillant du tampon thermique et de la puce selon la presente in- 
vention. 

Les figures 2 et 3 reprfisentent une structure de tampon ther- 
mique 6 d'une matrice de billes en plastique (PBGA) selon la presente 
invention mont<5e & la surface d'une puce. 

25 Selon la presente invention, le tampon thermique 6 est monte 

au sommet de la puce 2 et du substrat 7, et recouvre toute la puce 2. A 
un certain emplacement sur le tampon thermique 6, en correspondance 
avec la puce 2, est pr6vu un corps saillant 61. Une region de doigt de 
cablage soude est pr6vue, ainsi qu'une saillie 64 afin d'accroitre le vo- 

30 lume du tampon thermique 6. 

Sur la figure 3 est representee I'adhdsion entre le tampon 
thermique 6 du substrat PBGA 7 et la surface de la puce 2. Les ele- 
ments essentiels de la presente structure sont le substrat 7, la puce 2, 
et le tampon 6. 

35 La couche interieure du tampon thermique 6 (excepte le corps 
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saillant 61) est dot£e d'une couche plaqu£e 63 par galvanoplastie ou 
par eiectroddposition pour pr^venir l'oxydation de surface du tam- 
pon thermique 6. Si la couche plaqu^e 63 est une surface en r£sine 
de polymfere, elle a l'effet d'un courant anti-statique. Entre le corps 
5 saillant 61 du tampon thermique 6 et la puce 2, la surface de celle- 
ci est revetue d'une couche anti-oxydante 11 pour empScher l'oxy- 
dation de la couche de surface du corps saillant 61 dans le proc£d6 
de fabrication, qui provoque un phdnom&ne de d^nudage avec un 
agent adh£sif thermoconducteur 5. L'agent adhdsif thermoconduc- 

10 teur 5 subit un traitement de durcissement dans une pibce chauffan- 
te pour former une couche adhesive flexible. Ainsi, non seulement 
le tampon thermique peut Stre mont£ sur la surface de la puce 2, 
mais il possfede aussi une resistance centre la contrainte resultant 
des variations de temperature. 

15 En rdfdrence & la figure 2, le proc£d£ de montage du tampon 

thermique 6 sur la surface de la puce 2 comprend les dtapes consistant 
k : 

(a) obtenir un tampon thermique 6 pr£sentant une taille qui 
peut s'adapter & la puce 2 et k la taille d'une region de c§blage soud£ 

20 4, le c6t£ int£rieur du tampon 6 6tant pourvu d'un corps saillant 61 et 
d'une saillie 64; 

(b) disposer une couche d'anti-oxydant 1 1 & la surface du 
corps saillant 61 coll6 h la surface de la puce 2 et au tampon thermi- 
que 6; 

25 (c) pr£voir un substrat PBGA 7 pour corresponds avec un 

doigt de cSblage du tampon thermique 6 de manifere telle qu'un point 
76 de connexion h la masse de la surface 7 est connect^ au doigt de cS- 
blage 62 du tampon thermique 6; 

(d) relier la puce 2 et le substrat 7 en utilisant une colle & 
30 I'argent 1, la colle h I'argent 1 dtant chauffde pour durcir pour monter 

la puce sur le substrat; 

(e) enduire la surface du corps saillant 61 ou la surface de la 
puce 2 d'un adhfisif thermoconducteur dlastique 5; 

(0 cSbler le corps saillant 61 du tampon thermique 6 avec la 
35 surface de la puce 2 en utilisant un dispositif de cSblage; et connecter 
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le doigt de cablage 62 du tampon thermique 6 au point 76 de 
connexion & la masse du substrat 7; et 

(g) monter le corps saillant 61 sur la surface de la puce 2 
pour former une structure de corps de cSblage eiastique en utilisant un 
5 proc6d6 de collage de mat6riau. 

Dans un autre mode de realisation pr£f<5r<5 de la prdsente in- 
vention, le tampon thermique 6 est situd trfcs pr£s de la puce 2, en lais- 
sant un espace suffisant pour rdaliser un revetement en rdsine synth£ti- 
que pour apporter l'£coulement en douceur de la r£sine. U n'y a done 
10 pas d'autre adhgsif entre le corps saillant 61 et la surface de la puce 2. 
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REVENDICATION 

1. Tampon thermique (6) d'une matrice de billes en plastique 
h la surface d'une puce (2), caract6ris<5 en ce qu'il comprend : 

- un corps saillant (61) sur son cdl6 int&rieur; 

- une couche d'anti-oxydant (11) appliqu6e sur le corps 
saillant (61); 

- un substrat (7) comportant un point (76) de connexion h la 
masse connect^ & un doigt de cablage (62) du tampon thermique (6); 

- une colle h I'argent (1) reliant la puce (2) et le substrat 
(7), la colle h I'argent (1) 6tant chauffee pour durcir pour monter la 
puce (2) sur le substrat (7); 

- un adh£sif thermoconducteur dlastique (5) appliqud sur la 
surface du corps saillant (61) ou la surface de la puce (2); 

- le corps saillant (61) 6tant cSbte avec la surface de la puce 
(2) en utilisant un dispositif de cablage; et 

- le corps saillant (61) 6tant rnonu* sur la surface de la puce 
(2) pour former une structure de corps de cablage dlastique en utilisant 
un proc<5d£ de collage de mat^riau. 
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